
5G移动
手机的高效
“散热神器”

LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 是一种单组分预固化的凝胶热界面
材料 (TIM)，专为满足大规模生产和5G移动设备高功率散热的需求而设计。

基于有机硅的热界面材料 (TIM) 具有6.0 W/m-K的高热导率，可高
效传递IC的工作热量，减少可能对芯片功能产生的不利影响。此
外，用作芯片和EMI屏蔽罩之间的热界面材料 (TIM)，LOCTITE® 
BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 的良好电气性能（高
体积电阻率和表面电阻率）确保了IC的正常运行。LOCTITE® 
BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 的低应力和高性能为消费
电子领域带来了创新的散热解决方案。

Henkel Adhesive Technologies

LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM 
TLF 6000HF



主要特性 
›› >6.0 W/m-K的高导热性（经测试为6.72 W/m-K）
››  13.7克/分钟的快速流速（平均值，1.2毫米点胶针）
›› 良好、稳定的点胶性能
›› 良好的电气性能，体积电阻高达3E12 Ω.cm， 
表面电阻高达2E12 Ω.cm

›› 间隙稳定性高，无垂流
›› 装配应力低

主要优势
›› 高效率大批量生产
›› 增强5G设备可靠性
›› 减少应用过程中对高价值芯片的压力
›› 兼容各类点胶设备
›› 储存和加工工艺简单，无需混合

关键应用
›› 5G移动设备
›› 电信
›› 电脑处理器
›› 消费类电子产品

想要一个可靠、稳定的散热解决方案来冷却移动IC并提高性能？
与汉高TIM技术专家取得联系。
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未固化时典型特性

粘度，TA DHR3, PP25 cone @ 25ºC, mPa∙s (cP):

1毫米间隙 @ 剪切率1 s-1 696,000

密度，ASTM D792, g/cc 3.4

流动率 @ 90 psi, g/min:

30cc EFD 108.7

30cc EFD带1.2毫米针头 13.7
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固化后典型特性

物理特性

硅氧烷含量，ΣD3-D10, ppm 80

热性能

热导率，ASTM D5470, W/(m-K) 6.72

电气性能

体积电阻率，ASTM D257，欧姆-厘米 3×1012

表面电阻率，ASTM D257，欧姆 2×1012
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